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Abstract (en)
The machine has a machine frame (16), a ram (13), a mould (9) and a workpiece holder (15). The mould is mounted in a frame (8) movably guided
in the machine frame with respect to. the workpiece holder by a control plate (5). The ram is connected to an eccentric shaft (4) rotatably mounted in
the mould frame and directly connected to the control plate and a drive shaft (3). An Independent claim is also included for the use of a machine for
processing hollow cylindrical workpieces.

Abstract (de)
Die Stanz- und Prägemaschine weist einen beweglich geführten Matrizenrahmen (8) auf, in welchem gleichzeitig eine Exzenterwelle (4) für den
Antrieb des Stempels (13) gelagert ist. Der Matrizenrahmen (8) wird mittels einer Steuerscheibe (5) bewegt, welche direkt mit der Exzenterwelle (4)
gekoppelt ist. Damit wird eine zwangsgeführte Bewegung zwischen Stempel (13) und Matrize (9) erreicht, welche gegenüber dem zu bearbeitenden
Werkstück (1) derart überlagert ist, dass der Stempel (13) bezüglich dem Werkstück (1) nur minimste Bewegungen ausführt und damit insbesondere
bei einem hohlzylindrischen Werkstück (1) die Bearbeitung von der Innenseite her nach Aussen erlaubt. Durch die Zwangsführung können
vorteilhafterweise sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeiten bei hoher Präzision erreicht werden. <IMAGE>
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